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单晶犛犻犆微纳米压痕的力学行为及仿真分析
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　　摘　要：为了研究单晶ＳｉＣ的微观力学性能和加工方式，开展了单晶６ＨＳｉＣ（０００１）的微纳米压痕试验，并采用

ＡＢＡＱＵＳ软件对纳米压痕过程进行了数值仿真及完成了试验验证。结果表明，单晶ＳｉＣ在加载阶段的变形机理

与压入载荷无关；硬度和弹性模量表现出了明显的尺寸效应；球形压头作用下的应力值最小，玻氏压头和维氏压头

作用下的应力值相同，大于圆锥压头的应力值；压痕裂纹类型有主裂纹、侧向裂纹、主次型裂纹、平直型裂纹、间断

型裂纹，裂纹的平均长度随着加载力的增加而逐渐增加。
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０　引言

单晶ＳｉＣ作为发光二极管 （ＬＥＤ）芯片上衬底

的理想材料。它具有导电、导热性好，化学稳定性

高，禁带宽度较大等优良特性，也是制作许多大功率

器件不可或缺的材料。由于单晶ＳｉＣ的硬度较高，

仅次于金刚石和立方氮化硼 （ＣＢＮ）的硬度，化学性

质稳定，难腐蚀，一般不会与其他物质反应，因此，在

实际生产加工中，很难获得良好的表面。压痕法是

一种常用的薄膜材料力学性能测试方法，目前，研究

单晶Ｓｉ、磷酸二氢钾（ＫＤＰ）等材料的压痕文献较

多，而单晶ＳｉＣ压痕方面的文献较少。王小月等
［１］

研究了压痕过程中压针尖端形貌和压入载荷对单晶

Ｓｉ变形机制的影响。郭晓光等
［２］采用有限元法建

立ＫＤＰ 晶体（００１）压痕模型，研究分析了维氏压

头、玻氏压头、圆锥压头、球形压头等４种压头的压

痕结果，得出了接触区存在不同程度的应力集中现

象。潘继生等［３］对单晶ＳｉＣ做了压痕试验研究，得

到了硬度和弹性模量值，认为单晶ＳｉＣ属于典型的

硬脆难加工材料。本文在单晶ＳｉＣ微纳米压痕试验

的基础上，采用 ＡＢＡＱＵＳ软件对单晶ＳｉＣ的纳米

压痕进行有限元模拟，结合玻氏压头纳米压痕试验，

验证了压痕模型的正确性。通过微米压痕试验探讨



了单晶ＳｉＣ的载荷位移曲线、硬度和弹性模量及微

裂纹的类型。

１　试验方案

１．１　微纳米压痕试验原理

微纳米压痕的原理是压头在一定加载力的作用

下，以一定的加载速率压入样品，然后保载一段时

间，最后以一定的速率卸载，获得载荷与位移曲线，

通过该曲线获得材料硬度、弹性模量等性能参数。

图１为压痕截面示意图。图中，载荷狆为压痕

法向加载力，犺为最大压入深度，犺ｓ为接触深度，犺ｆ

为残余压痕深度，狉为残余压痕半径，犺ｃ为压痕接触

深度。

图１　压痕截面示意图

１．２　压痕试验仪器及检测

试验样品为北京天科合达生产６ＨＳｉＣ抛光

片，抛光片在三维形貌仪上测得的表面粗糙度犚ａ＝

０．１６６μｍ，压痕试验所用设备为 ＮＡＮＯＶＥＡ公司

生产的ＰＢ１０００微纳米力学测试系统，深度分辨率

为８ｎｍ。纳米压痕试验采用标准玻氏（Ｂｅｒｋｏｖｉｃｈ）

压头，微米压痕试验采用维氏（Ｖｉｃｋｅｒ）压头。微纳

米压痕试验后，得到载荷位移曲线及不同加载力下

的硬度和弹性模量，并在ＺｅｉｓｓＡｕｒｉｇａ（蔡司）聚焦

离子束／扫描电镜双束工作站上观察压痕裂纹。

２　结果与讨论

２．１　载荷与位移曲线

单晶ＳｉＣ纳米、微米载荷下的载荷位移曲线

如图２所示。加载阶段，不同载荷下的纳米加载

曲线存在偏差，而不同载荷下的微米加载曲线重

合较好，这是因为纳米压痕对样品表面粗糙度和

周围环境要求较高，在加载初期，由于样品表面的

硬化作用以及弹塑性转变使加载曲线不能保持线

性［３４］。加载过程中不同载荷下的加载曲线呈现出

相同的趋势，由此说明单晶ＳｉＣ在加载阶段的变形

机理与压入载荷无关，且随着最大载荷的增大，压入

深度逐渐增大。卸载阶段，曲线出现斜率变化的拐

点，单晶ＳｉＣ虽然出现了弹性回复，但并未按照加载

时的接触曲线回到原有状态，导致该现象的原因是

单晶ＳｉＣ在外载荷作用下内部结构组织发生了

改变［５６］。

图２　载荷位移曲线

２．２　硬度与弹性模量

图３为单晶ＳｉＣ硬度、弹性模量随载荷变化曲

线。由图可知，单晶ＳｉＣ的显微硬度和弹性模量随

着载荷的增加而减小，并逐渐趋于稳定，均表现出明

显的尺寸效应。当载荷较小时，压深较浅，硬度和弹

性模量主要依靠晶体表层上部的应变分布，因此，在

载荷较小的区域，硬度和弹性模量急剧下降［７］；当载

荷变大时，晶体表层深度的影响占据主导作用，最终

会达到饱和，这时硬度和弹性模量就会趋于稳定，这

只是从压痕过程表象做了解释［８９］。随着载荷的增

大，压痕深度也逐渐增大，硬度值逐渐降低且趋于稳

定，分别为３１．９ＧＰａ和４４３ＧＰａ。

图３　单晶ＳｉＣ硬度、弹性模量随载荷变化曲线
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２．３　纳米压痕的仿真分析

纳米压痕仿真模型通过ＡＢＡＱＵＳ显示动力学

建立，压头采用标准的玻氏压头，样品的长、宽、高为

１６μｍ×１６μｍ×１０μｍ，分析步采用动力显式，加载

方式采用位移加载，压头限制除狔方向的所有５个

自由度，试样只限制底面的６个自由度，压头的网格

类型采用四结点线性四面体单元，试样的网格类型

采用八结点线性六面体单元，减缩积分，压头与试样

的接触方式采用表面与表面接触［１０］。

图４为纳米压痕的试验与仿真曲线对比。由图

可知，试验与仿真曲线的趋势基本相同，加载过程中

曲线都很平滑，且较接近，卸载过程中，两条曲线也

有相同的趋势，说明这个有限元模型还是能够反映

单晶ＳｉＣ的纳米压痕过程，进而验证了该仿真模型

的正确性。

图４　单晶ＳｉＣ压力压深曲线

在纳米压痕仿真中，位移载荷大小为４５０ｎｍ，

分析微观尺度下材料在不同压头类型下的等效应力

分布情况，如图５所示。由图可知，等效应力由压头

正下方向周围逐渐减小，压头尖端附近均存在应力

集中现象。仿真得到的载荷位移曲线比试验的略

宽，可能是仿真中定义的载荷速率与试验存在差异，

材料参数需要进一步优化。

图５　４５０ｎｍ完全加载时的等效应力分布

２．４　微裂纹观察

６ＨＳｉＣ在不同加载力的压痕显微照片如图６

所示。由图可知，加载力为２Ｎ时可看到压痕尖端

４条微裂纹在逐渐变长，压痕的大小也随着加载力

的增加逐渐变大［３］。在小加载力下，裂纹呈波浪状

沿对角线扩展，随着力的加大（如２Ｎ）时，在沿对角

线产生的主裂纹旁边，有次裂纹的产生；力为３Ｎ

时，可以观察到有侧向裂纹产生；加载力为５Ｎ时，

裂纹沿着对角线平直扩展。加载力为１０Ｎ时，可以

明显看到裂纹在扩展过程中存在间断现象［１１］。

图６　不同加载力下的压痕显微图片

图７为平均裂纹长度、最小裂纹长度、最大裂纹

长度与不同最大载荷之间的关系。由图可知，随着

最大载荷的增加，最小裂纹长度、最大裂纹长度和平

均裂纹长度都在增加，２Ｎ 时的平均裂纹长度为

１２μｍ，５Ｎ时的平均裂纹长度为２５μｍ，裂纹的增

长速率为４μｍ／Ｎ，这说明在研磨或抛光ＳｉＣ时，一

定要注意控制好研磨抛光过程中的正压力，轻微的

力波动都会影响单晶ＳｉＣ片的表面质量。

图７　平均裂纹长度随载荷的变化

３　结论

１）单晶ＳｉＣ的微纳米压痕试验表明，单晶ＳｉＣ
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在加载阶段的变形机理与压入载荷无关，且随着最

大载荷的增大，压入深度逐渐增大，通过仿真模型可

看出，压头尖端存在应力集中现象。

２）随着压痕载荷的增加，单晶ＳｉＣ压痕平均裂

纹长度在增加，其裂纹类型有主裂纹、侧向裂纹、平

直型裂纹、主次型裂纹和间断型裂纹。
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